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материалов перспективно с точки зрения минимальных остаточных напря-
жений в многослойных структурах, сформированных на основе данных ма-
териалов. 

Для изготовления коммутации с использованием полупроводниковой 
технологии основанием платы является полупроводник. В объеме полупро-
водника проводящие дорожки формируются при чередовании процессов 
диффузии и эпитаксии, а на поверхности платы - с применением тонкопле-
ночной технологии. Межслойные соединения выполняются локальной диф-
фузией. 

Совершенствование средств для создания межслойной коммутации поз-
воляет минимизировать длину межсоединений, увеличивать плотность ком-
поновки коммутации (с повышенной разрешающей способностью межсо-
единений) и число коммутационных слоев, в также осуществлять более пол-
ное температурное согласование элементной базы с КП и другими кон-
структивами ЭВС. 
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В настоящее время для внедрения микро- и нанотехнологий в производ-
ство требуется подготовка необходимого оснащения оборудованием для ис-
следовательской лаборатории. Данное оборудование дает возможность вос-
производить трехмерное распределение физических свойств объектов ис-
следования с разрешением наноразмера, исследовать преобразования поло-
жений обособленных молекулярных элементов и кластеров в обширном 
промежутке температур, производить программную проверку большой со-
вокупности элементов, получать информацию о молекулярном составе по-
верхности и объёма. 

В данной работе проанализированы различные методы структурного и 
химического анализа микро- и наноразмерных элементов. Существуют 
спектральная, рентгенографическая методики изучения, атомно-силовая, 
фотоакустическая, сканирующая зондовая микроскопии. 
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Более подробно рассматриваемый в данной работе метод сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) имеет ряд  достоинств в сопоставлении с 
другими рассмотренными методами. Если сравнивать с методом световой 
микроскопии, СЭМ имеет значительно большую разрешающую способно-
стью и лучшую глубину резкости, обладает сравнительной легкостью в ин-
терпретировании получаемых данных на изображениях из-за их трёхмер-
ного представления, способностью подключить вспомогательных приборов 
для исследования в микродиапазоне при довольной простоте в адаптации и 
манипулировании этими приборами.  

Следует отметить относительно невысокие требования к подготовке ис-
следуемых проб. В сравнивании со сканирующей зондовой микроскопией 
СЭМ допускает изучать существенно большие области поверхности, взаи-
модействовать с очень рельефными поверхностями образцов, применять су-
щественно больший интервал увеличений, извлекать информацию не 
только лишь о поверхности, но и о прилегающих к поверхности «подпо-
верхностных» слоях [1].  
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Для определения и вычисления различных навигационных параметров, 
например, пути, применяют специализированные инерциальные навигаци-
онные системы. Работа таких систем основана на координатном методе. В 
результате движения объектов производится измерение абсолютных значе-
ний ускорений в инерциальном пространстве по средствам высокоточного 
акселерометра, который выступает в роли чувствительного элемента. В со-
ставе инерциальных систем регистрируются также данные от датчиков уг-
ловых скоростей. 




